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Sayn Yetkili

Ekte teknik sartnamesi verilen kismi tekliflere a¢ik 2 kalem Laboratuvar Cihazi alimi
yapilacaktir. Yaklasik maliyete esas teskil ettirilmek {izere TL cinsinden hazirladiginiz teklif
mektubunuzu 19.05.2025 giinii saat 17.00’ye kadar H.U. Bilimsel Arastirmalar Birimi Satmalma
Midiirliigii'ne, elden ya da osmaneroglu@hacettepe.edu.tr adresine mail ile iletmenizi rica ederim.
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BiLGISAYARLI MiKROTOMOGRAFi CiHAZI iCiN X-1SINI DEDEKTOR VE KONTROL SISTEMi TEKNIK
SARTNAMESI

1. ilgili x-1s1n1 dedektor ve kontrol sistemi Bruker Skyscan 1272 mikrotomografi sistemiyle tam
uyumlu ve entegre olarak galisacak, X-isini tlipl, demet saptirici modlli ve X-igini
dedektorlerini icermektedir.

2. X-1sini dedektdrii ve kontrol sistemi Bruker Skyscan 1272 mikrotomografi sistemiyle ve bu
sistemin tiim bilesenlerle (6rnegin yazilim vb.) tam uyumlu olmalidir.

3. Sistemin tiim bilesen ve eklentilerine ait test ve kalibrasyon raporlari ayrintili verilmelidir.

4, X-i1sini tipi kendinden hava sogutmali olmahdir. X-1sini tlipl fokal agisi en az 38° olmahdir. 7
um degere 100 kV 100 pA'de ulasmali, 5 pm'e degere 70 kV 57 pA'de ulagmaldir. Target
malzemesi Tungsten (W), Cikis penceresi En az 0.14 mm kaliniginda Berilyum (Be) olmalidir.
Konsol bilgisayarindaki cihaz yaziimindan kV ve mA degerleri kontrol edilebilir olmalidir.

5. X-iint tiipl dniinde, kullanim émriinii uzatmak i¢in demet saptirici/beam defleksiyon modili
olmalidir.

6. Yuklenecek yazilim ile demet defleksiyon ayarlarini ve ydnetimini cihaz yazilimi otomatik olarak
kendisi yapmalidir.

7. X-isim dedektér yeni jenerasyon bilimsel sCMOS dedektdér olmahdir. Eski CCD kamera
sékildikten sonra yerine tam oturmasi icin yerlestirme adaptorleriyle birlikte baglanmalidir. X-
isini dedektor 16 Mp (4096x4096) pixel gorlintilyli merkezi konumda desteklemelidir. 2 veya
3 offset pozisyonlu taramalarda 11000x11000 pixel gériintilye kadar gikabilmelidir.

8. Yeni dedektérden gelen veriler, sistem {izerinde kurulu bulunan InstaRecon yazilimyla uyumlu
olmalidir.

9. X-15in1 Dedektér kendinden sogutmali olup harici bir sogutma sistemi gerektirmemelidir.

10.  Yeni donanim ile cihazda nominal ¢éziiniirlitk 0.5 mikrometre’ye kadar inebilmelidir.

11. ilgili sistem bilesenlerinin eklenmesi sonrasi teslimde, numune tarama hizinin arttig: test
calismalariyla kiyaslanarak gosterilmelidir.

12. imalatcinin belirledigi kriterlere gére kalibrasyon galismalari yapildiktan sonra test raporu

verilmelidir.
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13. iigili sistem bilesenlerinin kurulumunu takiben, cihazin baglli oldugu kesintisiz gii¢
kaynaginin da kontrol ve giincelleme islemleri yaptlacaktir. Cihaz elektrik kesintisi olmas
durumunda en az 4 saat giic kaynagina bagli calisabilecek sekilde kesintisiz glic kaynagina sahip
olacaktir.

14. Firma tarafindan taahhit edilen islemler gergeklestirirken gerekli olan her tarll elektrik
baglanti ekipmanlari, priz ve kablolar vb. idarenin taleplerine uygun sekilde firma tarafindan
karsilanacaktir. Ayrica cihazin bulundugu bdlgenin sabit bir sicaklikta calisabilmesi igin gerekli
klima vb. iklimlendirme cihazlar firma tarafindan saglanarak galigir vaziyette idareye teslim
edilecektir.

15. ilgili sistem bilesenlerinin kurulumunu takiben, cihazin iginden digartya X-igini
sizdirmadiginin, sizan oranin insan saghg icin herhangi bir olumsuziuk yaratmayan
standartlar icinde oldugunun testi yapilarak rapor halinde sunulmalidir. Test cihaz
kalibrasyon belgesi eklerde olmalidir.

16. Sistem bilesenlerinin kurulumunu takiben, kontrol bilgisayarinin da asagidaki niteliklere

uygun sekilde giincellenmesi gerekmektedir:

a) Sistem toplam 16 TB (veya daha lst) kapasitede sabit diskler ile

yenilenmelidir.

b) Grafik islemci karti (GPU) RTX ve/veya muadili mimariye ve en az 4,000 CUDA

cekirdegine sahip olacak sekilde giincellenmelidir.

c) Sisteme en az 34” boyutlarinda ve QHD ¢dziintrlgunde bir monitor

eklenmelidir.

d) Yenilenen bilgisayar donanimina uygun anakart, RAM (en az 128 MB) ve islemci

(Intel Xeon mimarili) giincellemesi gerceklestirilmelidir.

17. Firma montaj islemi esnasinda can ve mal giivenligi tedbirlerini almak zorundadir.
18. Firma, montajini gerceklestirmek iizere idareden teslim aldig) cihaz veya malzemeyi teslim aldiktan

sonra olusacak her tiirlii hasar ve kayiptan sorumlu olacaktir.
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19. Firma Tirk Standartlar Enstitiisii tarafindan yayinlanan TS 13703 (Ozel servisler- cihazlar-Kurallar)
veya TS 12426 (Yetkili servisier- cihazlar-Kurallar) belgesine sahip olmalidir.

20. TSE HYB belgesinde, montaj yapilacak cihazin marka modeli olmalidir.

21. Firma, cihazin Ureticisi tarafindan, yerel imkanlarla montaj yapiimasinin miimkiin olmadigina karar
verilmesi durumunda cihazin {retici fabrikaya gdnderilmesinden sorumludur. Firma, cihazin
fabrikaya gonderilmesi durumunda tiim gidis, gelis nakliye, glimrik, sigorta, sertifikasyon islerini
yapacaktir.

22. Firma, cihazin iireticisi tarafindan mithendis génderilmesine karar verilmesi durumunda, ilgili servis
miihendisinin gelisini organize edecek ve her tirlii masrafi kargilayacaktir.

23. Sistem bilesenlerinin montaji igin, cihazin fabrikaya génderilmesi durumunda, islem stiresi 4 (d6rt)

ayl gegmeyecektir.

24. Firma fabrikadaki montaj islemleri sonrasi, kritik kalibrasyon islemlerini gerceklestirecek ve teknik
dosyada sonug degerlerini sunacaktir.

25. Firma, eklenen yeni sistem bilesenleri ve donamimlar nedeniyle daha geligmis hale gelen
mikrotomografi sisteminin bilimsel ve teknik tiim yetenekleriyle ilgili gerekli egitimleri kullanicilara
ticretsiz olarak verecegini taahh{it etmelidir.

26. Verilecek olan egitim, cihazin tiim bilegenlerini ve dzelliklerini icerecek sekilde, personelin cihazin
tiim 6zelliklerini eksiksiz olarak kullanabilecegi bir nitelikte olmalidir.

27. Egitimi takip eden siire icerisinde de (en az 3 yil boyunca) kullanicilarin ihtiyag duymasi halinde
egitim ve aplikasyon destegi verilebilecegi yiiklenici firma tarafindan taahhit edilmelidir. ilerleyen
zamanlarda degisen kullanici sayisina bagli olarak ya da farkh uygulamalar icin ihtiyac
duyuldugunda, en az belirtilen siire kadar, yiklenici tarafindan tekrar egitim ve aplikasyon destegi
verilmelidir.

28. Yiiklenici firma, sistemin kesin kabul tarihinden itibaren, 1 (bir) yil siire ile garanti fabrikasyon ve
iscilik hatalarina kargi garanti kapsaminda olmasini saglayacaktir.

29. Sistemde imalat ve malzeme hatalan nedeniyle meydana gelebilecek arizalar, periyodik bakim
(yilda en az 1 defa), yiiklenici tarafindan garanti kapsaminda licretsiz yapilacaktir.

30. Garanti suresi icerisinde, ilgili sistem ve tiim bilesenleriyle ilgili bir tamir ve ariza durumunda, bu

talebin yiikleniciye telefon, faks veya eposta ile yazili bildiriminden itibaren, maksimum 2 (iki) is
giinii icerisinde, cihazin bulundugu laboratuvara gelinerek sorun tespit edilecek, tamir veya bakim

islemleri yapilacaktir.
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Floresans Spektrometresi Teknik Sartnamesi

Cihaz sistemi, tiim laboratuvarlar ve Ar-Ge calismalari igin uygun olan yliksek
arastirma dereceli bir floresans spektrometre olmalidir,

Cihaz uyarma (excitation) ve emisyon (emigsion) taramalarin: algilamak i¢in iki
monokromatore sahip olmalidir,

Cihazin veri modlari: Floresans, Fosforesans ve Liiminesans olmahdir.

Cihazin senkron tarama modii olmalidir.

Cihaz 190 - 900 nm dalga boyu araliginda ¢alismalidir ve yiiksek performans igin
R928 PMT detektire sahip olmalidir.

Cihazin siirekli ksenon lamba 151k kaynag kullanarak 60.000 nm/dakikaya kadar
tarama hiziyla yiiksek hassasiyetli 6lgtimler vermelidir.

Cihazin karisimlarin analizi igin senkronize mod ve uyarma-emisyon spektrumlarinin
derinlemesine analizi igin 3D tarama modii olmalidir,

Cihaz absorbans 6l¢iimii yapabilme yetenegine sahip olmalidir.

Cihazda tak-¢alistir otomatik aksesuar tanima fonksiyonu olmalidir ve bu sayede
otomatik kalibrasyon yapmalidir.

Cihazin dogrulama (1Q 0Q) paketi olmalidir,

Cihazin 151k kaynagi ozon icermeyen en az 150W Ksenon Lamba olmalidur.
Cihazin dalga boyu dogrulugu  nm veya daha az olmalidur.

Cihazin dalga boyu tekrarlanabilirligi 0,2 nm veya daha az olmalidur.

Cihazin dalga boyu tarama hizi maksimum 60.000 nm/dakika olmalidir.

Cihaz hem emisyon hem de uyarma Sl¢timleri i¢in 0,5 nm spektral bant genisligine
sahip olmalidur,

Cihaz split genisligi 0,5 nm ile 591 kadar mikro numune tutucu ile Ol¢iim
alabilmelidir.

Cihazin split genisligi ayarlanabilir olmali ve uyarma: 0,5, 1, 2,5, 5,10, 20 nm art:
emisyon: 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20 nm olmalidir.

Cihaz ile birlikte ayarlanabilir agili katt numune tutucu verilmelidir.

Cihaz ile birlikte toz numuneler igin hassas numune tutucu verilmelidir.

Cihaz ile birlikte yazilim kontrollii su ceketli karigtiricili tek hiicre tutucu verilmelidir.
Cihazin hassasiyet 4000:1 (RMS) ve 1000:1 (Tepe Noktas1) veya daha iyi olmalidir.
Cihazin monokromatér czerny-turner, 20 cm odak uzunluguna sahip olmalidr.
Cihazin minimum ¢6ziiniirliik 0,5 nm veya daha iyi olmalidir.

Cihaz yazilim ile birlikte teslim edilmelidir. Yazilim sayesinde agagida ki Olgtim

modlarini yapmalidir;

Dalga Tarama/Zaman Tarama
Basit Okuma Modu

Lifetime Modu

Kinetik Mod

Miktar Tayini Modu

Kuantum Verimi Modu
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Absorbans Modu

Hizli Filtre Modu
Mikroplate Okuyucu Modu
Analiz Modu

O O O ©O

Cihazn filtresi 12.5 mm ¢apinda yuvarlak olmalidir.
Cihazin standart uyarma (Excitatlon) filtreleri 290nm, 350nm, 530 nm olarak lig
filtreli olmalidur.
Cihazin standart emisyon (Emission) filtreleri 320nm, 430nm, 515 nm olarak {i¢
filtreli olmalidir.
Cihaz CE, csA, Ul, FCC, KC (Kore Sertifikasi), AB ROHS, Cin RoHS ve WEEE2
sertifikalarina sahip olmalidir. ’
Cihaz genis aksesuar yelpazesine sahip olmalidir ve tedarikgi firma 10 yi1l boyunca,
talep edilmesi durumunda asagidaki ek aksesuar ve yedek pargalarin tedarikini
saglayabilmelidir;

a) Peltier Sicaklik Kontrol Unitesi (-5 ile 100 °C araliginda tek ve 4 pozisyonlu

b) Su Ceketli Dértlii Hiicre ve Mikro Hiicre Tutucu (Karistiricilt)

¢) Su ceketli mikro hiicre tutucu (karistirict)

d) Tek Hiicreli Peltier Tutucu

e) Otomatik Polarizor

f) Fiber Optik Prob

g) Integrating Sphere

h) Pnomatik Tahrikli Hizli Karigtirma Aksesuari

i) Mikroplaka Okuyucu Aksesuari

Cihazin kurulumu ve devreye alinmasi, yetkili mithendisler tarafindan miigteri
sahasinda gergeklestirilmelidir. Cihazin tim ozelliklerinin eksiksiz olarak
kullanilabilmesi i¢in kullanicilara yénelik cihaz egitimi verilecektir. Yiiklenici firma
cihazin kullamim 6zellikleriyle ilgili kullanim siiresince ortaya ¢ikabilecek uygulama
sorularina destek vermeyi taahhiit etmelidir.

Cihazin sorunsuz olarak caligabilmesi igin gerekli olabilecek tagtyici masa, elektrik
baglantilari, kesintisiz giig kaynagi, iklimlendirme ve benzeri ihtiyaglar yiiklenici
firma tarafindan kurulum asamasinda karsilanmalidir.

Cihazla beraber cihaz kontroliinde kullanilacak 1 adet bilgisayar verilecektir.
Yiiklenici firma cihazim kurulumu sonrasi, ortaya gikabilecek teknik sorunlara ve
arizalara karsi en az 2 yil garanti siiresi vermelidir.
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